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	成都莱普科技事业部项目流程管理

	定制产品-技术方案评审表

	项目名称
	晶圆激光标刻机

	项目编号
	Y260410031
	评审时间
	2026/04/21

	项目原理、详细技术指标、用途、特殊要求
	
ALML002主要用于WaferID的标刻。设备具有自动定位、激光高精度自动扫描，适应芯片、器件的尺寸范围广，软件操作便捷等特点。该设备采用手动上下料，CCD自动定位，龙门架+XY十字直线电机平台的结构形式，结构稳定，设备可靠性高，精度高。

	适应产品尺寸
	12寸

	激光器
	LP

	激光器寿命
	大于50000小时

	激光输出波长
	355nm

	平均激光输出功率
	0W～15连续可调

	输出功率不稳定度
	＜3%

	激光脉冲频率
	0～600KHz连续可调；

	光斑尺寸
	≤15μm；（根据工艺需求调整）

	振镜扫描速度
	0~10000mm/s连续可调

	整机加工精度
	≤±50μm

	激光扫描精度
	≤±10μm

	连续工作时间
	≥24小时

	F-θ透镜焦距
	F=50mm

	激光扫描范围
	35×35mm

	XY有效移动范围：
	500mm×500mm

	XY移动精度
	≤±2μm

	CCD相机视场范围
	≤5mm*5mm

	CCD分辨率
	≥1200w

	CCD定位精度
	≤±1μm

	CCD单像素识别精度
	≤1μm*1μm

	CCD单颗识别时间
	约500ms

	设备Up time
	Up time（正常运行时间）≥92%（总时间-故障时间）/总时间×100%

	MTBF（平均无故障运行时间）
	≥120小时

	MTTR（平均故障修复时间）
	≤2小时




	控制系统方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法）
	莱普PCI卡控制激光器，矽瞻CCD抓取定位，定位全部完成后进行单独进行WaferID打标。

	电气自动化系统方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法）
	380V交流电进线，DC24V辅助电源控制，固高运动控制卡控制伺服运动，矽瞻CCD抓取定位。

	机械设计方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法）
	原理:采用 XY 轴高精度直线电机平台配合小视野相机进行高精度抓取Notch点定位产品位置和角度，产品采用12寸陶瓷吸盘吸附并配备半开放氮气腔室。↔关键技术:整机加工精度 50um。技术难点的解决方法:采用高精度组件提高设备加工精度，如直线电机重复定位精度 3um、直线度 5um，相机分辨率 1um，陶瓷吸盘平面度 10um 等。

	软件系统方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法）
	软件采用Qt5做整体应用界面，先针对运行运行逻辑进行模块分类，再进行整个运行逻辑整合。最后达到运行状态。
通讯协议： SECS/GEM 。

	激光、光学系统方案（原理、分析、计算、关键技术描述，技术难点的解决方法）
	采用常规打标机光路方案，在振镜安装处额外加固，透镜采用远心光学镜头，振镜采用进口振镜保证设备稳定性。

	工艺方案（设备的装配工艺方案，电气走线方案，后期运输和拆分考虑）
	振镜线路防干扰装配：与动力线分开布线，长度适宜，加装磁环；
各部件，各线路标识完整，清晰；
航空插头的使用，航空插头可靠焊接。

	技术风险评估及应对方法
	产品工艺正在调整中，可能会导致运行阻塞，相机识别不到Notch。

	降能/有害物料测试&处理/人员安全防护
	采用封闭机柜，防止设备运行过程中机械伤人，观察窗口用有机玻璃，防止激光刺眼。
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